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赴日本京都參加「2009 International Symposium on EMC, Kyoto」
國際研討會
1、 前言與目的
IEEE的EMC Chapter每年都會在美國舉行年度的EMC國際研討會，由於EMC的議題熱力四射，因此世界各國也依其國情之不同，積極爭取在其國家舉辦美國以外的EMC研討會，日本基於其本身的產業發展實力，每3年都會在其國內舉辦一次國際性的EMC研討會，今年的研討時間從7月20日開始到7月24日為止，舉辦地點則選在日本的京都。

在這次的活動中，本局有2位人員參與，謝副組長翰璋（現為六組組長）參與一篇“Experimental Study of IC EMI Reduction by Spreading Clock-Signal Spectrum”的技術論文發表；而唐永奇技士則發表Site VSWR Investigation Over 1 GHz in Taiwan。

2、 活動行程簡述

· 7 月19日(星期日)：謝副組長台北搭機赴日。 
· 7月20日(星期一)：
· 赴日本橫濱市- 日本電氣與環境研究所(JET)-橫濱試驗室執行日本夏普公司生產之數位多功能影印機監督試驗。
· 當晚搭新幹線至京都市參加EMC國際研討會。
· 7月21日(星期二)：
· 謝副組長辦理報到手續，並參加Session 21R1: Measurement Techniques I 、Session 21Q2: PCB and Circuit Design for EMI Control I 、Session 21Q3: Signal/Power Integrity for Advanced Package and PCB。
· 唐永奇技士搭機赴日並於當天辦理報到手續。
· 7月22日(星期三)：唐永奇技士參與Session 22R3之發表
· 7月23日(星期四)：與VCCI及ZECTA公司討論該公司成為本局指定試驗室之合作事宜。
· 7月24日(星期五)：與CISPR I 主席Mr. Martin Wright討論CISPR 32、35之發展情形
· 7 月 25 日(星期六)：轉赴東京執行日本Konika-Minota產品現場監督測試。
· 7 月 26 日(星期日)：搭機返國。
3、 活動記要

1、 參加論文發表及大會活動記要
1. Section 22R3: Towards to Next EMI Regulation (面對下一個EMI法規)論文發表
這個主題是日本VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment)發起的，利用這次國際研討會，針對1GHz以上的EMI測試問題，邀請不同國家的人員，探討台灣、日本、美國及歐洲的發展現況。

台灣的主講者為本局第六組技士唐永奇，歐聯的主講者為英國電信公司Mr. Martin Wright，美國則由Cisco公司Mr. Andy Griffin主講，此外還有日本NTT公司的Dr. Yamane 及三菱電氣的 Dr. Chiharu Miyazaki一共5人；美國IEEE 退休主席Bob Hoffman擔任主席。

這次我國代表所表發的主題為“Site VSWR investigation over 1 GHz in Taiwan”，內容是針對1GHz以上之EMI測試要求，本局在國內所做的測試場地之符合性研究、測試與調查的情形，主要的重點如下：

· 介紹此項調查及研究的緣起，目的是要了解這項新標準對指定試驗室及業者在技術上所造成之衝擊；

· 介紹本局本在這個項目所開發之自動測試治具及自動測試軟體，以及確認這些自動設備有效性的各種試驗數據；

· 說明協助業者執行場地驗證之實際案例，除列出測試數據以外，還加上如何幫助業者改善場地的方法；

· 最後的總結，則宣示台灣的技術在1-6 GHz的場地，已有足夠之能力去因應，至於6-18 GHz的部份，雖能成功，但必須付出較高的代價，因此未來仍有很大的努力空間。
2、 與CISPR主席會談重點
這次很湊巧，同一個研討會中，歐洲的英國電信代表Mr. Martin Wright就是CISPR(國際無線電干擾特別委員會)的主席，與他可算是多次見面的老朋友了，因此這次也與他有一些經驗的分享：
1. 法規上的矛盾
在英國透過電源線取代網路線而傳遞資訊的設備（Power Line Communication: PLC）非常普遍，但這些產品卻造成相當多的干擾，這些產品是由英國電信公司（BT: British Telcom）所引進上市的，但這些產品的EMC驗證標準及法規尚未上路，因此是透過NB( Notify Body)以TCF(Technical Construction File)的方式，宣告符合歐聯EMC指令要求而上市，但最後卻造成干擾，這個責任到底要算誰的？到現在英國還是無解，英國的BT推給驗證機構NB，而NB則認為引進該產品之BT該負這項責任，大家正在拭目看看此事的最後結果。
2. 多媒體產品的EMC標準
隨著科技的發展，現在的資訊產品與影音產品已日漸合流，早已分不清甚麼是資訊產品，甚麼是影音產品，現在的趨勢便是以多媒體產品來概括這2大類產品，過去資訊產品的EMI（電磁干擾）標準CISPR22及影音產品之EMI標準CISPR13，將會由CISPR32來取代；而相關的EMS（電磁免疫力）標準也會由CISPR 35來取代CISPR24及CISPR20；這2個標準對國內多媒體(資訊+影音)產業會造成多少衝擊實是要加以注意的。
3、 Zacta合作事宜
Zacta公司的總公司座落於日本川崎，而其實驗室的本部則座落在日本的米澤，該公司主要最大的客戶為日本的NEC公司，主要的測試服務項目有五大類，分別為：EMC(電磁相容)、Product Safety(產品安全)、Radio(無線通訊產品之法規測試)、Reliability(產品可靠度)及Evaluation(產品評估)；
就該公司上述的服務內容來看，其中前4項對本局而言，並無新奇之處，至於第5項之產品評估（Evaluation）則有學習的價值，該項之工作內容是要為客戶評估產品的所有性能，以使用者的觀點來判定產品軟硬體之好壞，細到每一個操作步驟的正確性等，這項工作與本局目前之工作無關，但對本局未來之科專案「產品安全防護網」則有很多可以參考的價值；
這次會談的對象，除了日本VCCI之人員以外，還有Zacta公司的島貫及遠藤2位部長，會談之結果相當融洽，對方也願意無保留的開放各方面技術與我方合作。
4、 大會其他論文重點：詳如附件
4、 結語與建議
這次的研討會，與會人員都有相當的代表性，能參加這些活動並發表國內相關的研究與現況，有助於我們對國際現況的了解，同時也對本局的國際化，有相當大的幫助；

這次的英國電信公司的代表Mr. Martin Wright也就是CISPR I（國際無線電干擾特別委員會，I委員會）的主席，在私下的閒聊當中，並不斥在台灣舉辦任何Working Group的會議，只等天時與地利；此外，若我方有興趣參與此委員會的活動，他也會樂意出具邀請函邀請我方人員參加。
基於上述原因，本局應多陪養相關國際人材，此外亦應多編列相關經費，參與相關的國際標準及研討會活動。
5、 附件：專業論文發表摘要
（1）電磁干擾控制技術運用於電路板設計（PCB and Circuit Design for EMI Control）
· 利用電容及電阻元件降低雙層電路板輻射雜訊 ”Radiation noise reduction effect using capacitor with resistor on double-layer board” 係由Mr. T. Hakoda, T. Sakusabe, T. Takahashi, 及 N. Schibuya 共同發表，主要論述在雙層PCB電路板中利用電容及電阻元件降低輻射雜訊，此技術可運用於多層電路板中電力分佈網路，因為在諸多研究案例中發現電磁雜訊之輻射係來自於電路板層之共振頻率所引起，運用此新研發之技術恰可消彌電路板之共振問題，進而降低電磁雜訊之輻射。
· 運用去偶合電容降低電源系統之電磁雜訊輻射 ”Noise reduction of power bus by decoupling capacitor” 係由Mr. Y. Sasaki, C. Miyazaki, N. Oka*, K. Misu 及 S. Hamagisi共同發表，主要探討電路板中電源分路層共振所產生之電磁雜訊，電源系統之電磁雜訊主要係來自於數位系統之同步切換問題，藉由去偶合電路之佈局能有效降低電源雜訊，並利用實際電路加以驗證。
· 利用保護線路之阻抗降低共模電磁輻射雜訊 ”Reduction of common-mode radiation by terminating guard trace with resistors” 係由Mr. T. Watanabe, T. Matsushima, Y. Toyota, O. Wada 及R. Koga共同發表，主要探討微帶線結構中與一狹宰回流平面所產生之強大共魔電磁雜訊輻射，當保護線路接近訊號線時能有效減少共模雜訊，通常保護線路需要些許貫孔結構，以提供回流平面接地，但是保護電路連接長界接貫孔時將產生額外雜訊輻射，再佌作者提出在保護線路終端連接一電阻抗新穎技術以降低電磁輻射。
· 降低電路板上二垂直線路感應電壓所產生之電磁輻射 ”Reduction of induced voltages deriving from ground return currents for two perpendicular signal traces on printed circuit boards” 係由Mr. T. Maeno, H. Ueyama, Y. Sakurai 及 O. Fujiwara共同發表，主要探討汽車中連接線接頭組抗匹配所造成汽車上雷達器所產生之電磁擾動， 利用一平衡式搭橋電路觀念以降低電磁雜訊之產生。
· 探討裝置有抑制材料之電路板抑制進場效應 ”Study on invasiveness and suppression effect for near electromagnetic field above PCB by suppression material” 係由Mr. T. Kasuga, Y. Matsumoto, A. Nakajiri 及H. Nakayama共同發表，主要探討電路板中裝置有抑制材料所產生進場效應，抑制材料係由銅，磁鐵粉芯及複合材料所組成，並利用電磁數值模擬方法（FDTD）計算近場效應，以評估其相關電磁場效應。
（2）新進封裝及電路板之信號／電源完整性（Signal/Power Integrity for Advanced Package and PCB）
· 運用有限元素法計算貫孔電容效應對信號／電源完整性之影響 ”Calculation of the via-plate capacitance of a via with pad using finite difference method for signal/power integrity analysis” 係由Mr. Y. Zhang, E. Li, X. Gao, A. R. Chada 及 J. Fan共同發表，主要探討利用有限元素法計算貫孔電容，運用筒型平面（barrel-plate）及托墊平面（pad-plate）電容為探討幾何參數，並提出一解析之電容方程式。
· 多通道測試技術運用於準靜態元件模型 ”Multi-port test for quasi-static lumped element stand-alone model” 係由Mr. U. Paoletti, T. Hisakado 及 O. Wada共同發表，主要探討獨立型封裝模型電路用以針對封裝結構與外電路高頻電磁耦合之估計，主要優點是能將電場與磁場分開單獨評估，但是有頻寬之限制，在此論文中提出之封裝模型係用以估計電路板中四平面型數值模型間相互影響，並將其數值模擬結果與量測相比較。
· 分析雙層金屬介質模組在自動BLDC馬達趨動電路之效應 ”Analysis of 2-layers metallic substrate module for automotive BLDC motor driver” 係由Mr. S. K. Kim, C. G. Kim, T. H. Lee, J. Y. Jeon, S. M. Choi 及 J. K. Wee共同發表，主要探討雙層金屬介質模組在自動BLDC馬達趨動電路之特性，模組設計之方法係用以保護雙層電路板與四層電路板系統失效，因為電源、接地面及現號線係共用同一平面，雙層電路板之設計靈活性因而被限制，雙層金屬介質模組設計觀念用以考量解決相關電磁相容問題。
· 使用LTCC技術設計一能抑制高頻同步切換雜訊偶合之新穎周期性結構 ”A novel periodic structure for suppression of GHz simultaneous switching noise coupling using LTCC technology” 係由Mr. Y. W. Huang, T. K. Wang 及 T. L. Wu共同發表，主要探討用以抑制同步切換電磁雜訊之元件其使用頻寬之限制，為解決此同步切換電磁雜訊問題，運用LTCC技術設計一週期性結構，此結構尺寸為1.2mm×3.8mm×0.728mm其中包含三單元元件，在其截止頻帶為2GHz 到 5.5GHz中能有40dB雜訊抑制能力。
· 多層貫孔結構其等效阻抗特性及電波傳波常數之研究 ”Equivalent characteristic impedance and propagation constant for multi-layer via structures” 係由Mr. S. Pan, J. Fan 及 J. L. Drewniak共同發表，主要探討利用等效傳輸線理論解析多層電路板中貫孔及封裝結構，換言之，傳輸線特性阻抗及傳播常數之理論，能用以解析在單一路徑上貫孔之效能，。其解析等效模型係參照實際物理基礎以R, L, G, C參數所推導而得。
（3）通訊系統EMC問題（Communication System EMC）
· 超寬頻脈衝對2.4 GHz無線網路之影響 ”Influence of UWB pulses on a wirless local area network in the 2.4 GHz ISM band” 係由Mr. C. Klünder 及 J. L. T. Haseborg 共同發表，主要探討2.4 GHz無線網路傳輸數位信號時面臨不同脈衝重複率時所造成之影響，此傳輸數率之效應係透過二種不同量測配置分析，其中包含一般通用影響及傳送與接受影響之分析，在論文中提出2.4GHz無線通信網路在ISM頻帶中對超寬頻高脈衝重複率之影響。
· 評估無線MIMO 網路電磁雜訊之法則 ”Method of evaluating electromagnetic-interference characteristics of MIMO wirless LANs” 係由Mr. H. Koyama, M. Tokuda 及 N. Fujita共同發表，主要運用開路平行線法則探討無線MIMO 網路評估電磁雜訊之影響，本文中利用IEC 61000-4-3標準規定宰頻（narrowband）AM調變信號及IEEE802.11b標準規定寬頻信號為砸訊干擾源，當受到AM信號干擾時，MIMO無線網路中第1-4頻道能提供優於其他頻道5 dB之抗雜訊力，此外，當受到IEEE802.11b標準規定寬頻信號干擾時，第1、2頻道如同受到寬頻雜訊干擾，MIMO無線網路傳輸量非常明顯衰減。
· 通訊系統EMC領域中常用數值模型 ”Usage of models in the areas of EMC and communication” 係由Mr. B. W. Jaekel 及A. V. Miroshevskaya共同發表，主要探討當今解決EMC問題中數值計算之近似方法之里程碑，提出一EMI/EMC診斷整合系統，此系統包含具有物裡意義之數值模型，能提供EMC效能快速評估之技術，其目的為系統中電磁問題提出依分析方法，此數值方法包含一複合性理論，其中整合解析理論及數值法則，用以發展解決真實世界之EMC問題，包含傳導及輻射干擾及電磁耐受性。
·  無線區域網路中電磁雜訊偶合之效應”Study of electromagnetic noise coupling in wireless-LAN communication system”係由Mr. M. Iwanami, H. Fukuda, M. Kusumoto and T. Harada共同發表，主要探討電磁雜訊對無線區域網路封包錯誤率之影響，運用機率分布法則調查電磁雜訊耦合管道，並利用近場磁場分布量測技術分析雜訊來源相關資訊，運用量測所得之資訊，加上平行板共震結構之分析推估電磁干擾來源。
· 船舶引擎室內無線網路電磁相容效應 ”EMC investigations of wirless sensor networks within the engine room of vessels” 係由Mr. T. Pilsak 及 J. L. T. Haseborg共同發表，主要探討船舶引擎室內無線網路所造成電磁相容效應，其中包含量測引擎室內之溫度、風扇及壓力，並透過更換連接無線區域網路纜線，而且還分別在不同船舶引擎室內評估電磁相容之特性。
· 數位電視接收效率受到展頻時脈之影響 ”Fundamental study on the influence of Spread Spectrum Clocking (SSC) to digital television reception” 係由Mr. E. Iwao 及 N. Kuwabara共同發表，主要探討數位電視接收效率受到展頻時脈之影響，由於SSC係為使IT資訊產品滿足電磁雜訊輻射法規限制值，但是SSC屬於寬頻技術，因此影響無線寬頻通信系統（例如無線區域網路）較宰頻無線通訊網路為嚴重，文中並針對SSC技術分別對數位電視及傳統類比電視之影響加以比較，另以一頻率調變（FM）技術代替SSC，分別對數位電視及傳統類比電視之影響再加以比較，文中數位電視受到AM及FM信號干擾時，其廣播信號分佈率較傳統電視為佳。
（4）晶片／封裝之電磁相容性（Chip and Package Level EMC）
· INTEL雙核心中央處理器之電磁相容數值模型 ”EMC modeling of an intel dual die CPU” 係由Mr. B. Zhu, J. Lu, E. Li及 T. Iwashita共同發表，主要探討雙核心中央處理器之電磁相容數值模型，並以INTEL之產品為探討案例，由於針對晶片效能之要求持續增加，因此將多個晶片封裝在單一晶片成為有效果又有效率之解決方法，無論如何在一高度整合之封裝技術中，電磁干擾之產生變成一嚴重之潛在問題，文中針對INTEL雙核心中央處理器之電磁相容數值模型中，以一Patch天線模型，等效成高頻輻射機制，以評估對工業通訊（ISM）頻帶所造成之影響，此種數值模型係引用資料庫中多種近似法則加以萃取而成，並利用有限元素法（FEM）加以評估雙核心中央處理器各類之配置（散熱器及距離）。 

· 用以評估積體電路電磁相容性之行為模型 ”Behavioural Model of Integrated Circuits for EMC Prediction” 係由Mr. F. Fiori所發表，主要探討積體電路電磁相容性之數值模型，針對一複雜之積體電路，其中包含數位邏輯電路、類比電路、混頻電路及智慧型電源管理電路，文中針對一新型數值模型包含散射參數及切換雜訊參數，此模型可用以評估晶片電磁雜訊輻射及晶片之效能，以提昇晶片製作之良率。
· 運用積體電路電磁雜訊輻射及耐受性數值模型之同步分析平台 ”A Concurrent Engineering Platform for Modeling IC Emission and Immunity” 係由Mr. A. C. Ndoye, A. Boyer, E. Sicard, S. Serpaud, F. Lafon及 S. Rigour共同發表，主要探討運用積體電路EMC數值模型之同步分析能力，由於積體電路持續發現諸多複雜電磁相容問題，因此針對此元件之數值模型需求持續增加，此模型不僅運用於製作電路之電磁相容確認，而且還運用於整體系統之電磁相容效應之評估，實際上，此新型數值方法可用以發展IC-EMC驗證平台。
· CMOS運算放大器電路在基頻運作時對電磁干擾之耐受性研究 ”A CMOS Opamp Immune to EMI with no Penalty in Baseband Operation”係由Mr. P. S. Crovetti 及F. Fiori共同發表，文中探討當CMOS運算放大器電路之輸入端當面臨強電磁場干擾值，如何不被影響，此CMOS運算放大器電路之輸入端必須嚴謹加以考量電磁耐受性，文中並提出數值模擬與量測數據之比較。
（5）訊號與電源完整性／晶片與封裝技術之電磁相容性（Signal and Power Integrity/Chip and Package Level EMC）
· 封裝結構中崁入高密度薄型電容寬頻抑制切換雜訊之能力 “Broadband Reduction of Swiching Noise by Embedding High-Density Thin-Film Capacitor in a Laminated Package” 係由Mr. S. Kaneko, Y. Takahashi, T. Sudo, A. Kanno, A. Sugimoto及F. Kuwako共同發表，主要探討在封裝結構中運用崁入高密度薄型1 μF電容技術以抑制寬頻雜訊之研究，在封裝結構中置入一複雜可控制邏輯裝置當成一雜訊源，再將此封裝結構制入載板上，此電路中八各書出緩衝裝置同步切換，切換雜訊將在電源與接地面中震盪，運用崁入高密度薄型1 μF電容技術切能抑制寬頻雜訊。
· 運用IBIS法則檢查非理想電源平面之共振問題 ”Examination of Power-Ground Resonance for IBIS Model with Non-Ideal Power Supply” 係由Mr. N. Oka, K. Iokibe, Y. Toyota 及R. Koga共同發表，主要探討運用IBIS數值模型分析非理想電源面上共振問題，雖然IBIS模型已被廣泛運用信號完整性之評估，但是其精確性之問題一再被質疑，文中提出在增加電源面上阻抗以提升其精確度之可行性。
· 分析BGA與PCB平行板間之品質因素 ”Analysis of Q-factor of Parallel Plate Resonance between BGA and PCB” 係由Mr. H. Kikuchi所發表，文中探討空間與BGA 及PCB板之電磁場共振問題，運用相關理論推倒出有關此結構在共振頻率之品質因素方程式，此方程式並透過相關電磁理論之驗證其可行性。
· 積體電路中傳輸線其傳送與耦合之特性 ”Transmission and Coupling Characteristics of Transmission Lines in IC Chip” 係由Mr. Y. Kayano 及 H. Inoue共同發表，主要探討積體電路中棒線所受電磁場偶合時造成信號完整性之調查，為澄清積體電路中電磁相容相關問題，晶片中傳輸線模型用以評估傳送特性及電磁場偶合機制，首先運用4,800 uM2空白晶片設計一平行傳輸線模型，運用傳輸線在PCB上之量測方法，用以量測IC晶片，經過實地驗證此結構所產生高頻串音將造成嚴重錯誤，此外此方法確能增加量測效率。
[image: image1.png]












� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
6

[image: image3.png]


_998463151.doc
[image: image1.png]






